
特集企画のご案内
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
Industrial Cardでは貴社の販売促進サポートメディアとして本特集を企画させていただきました。
弊社が保有する読者データベースから独自の配布先選定システムにより
特集内容との最適化を図りますので、ぜひご出稿をご検討くださいますようお願い申し上げます。

詳細は次のページを
ご覧ください

インダストリアルカード6月号にお申込いただいたクライアント様につきましては、
弊社検索サイト「　　　　　 」に無料にて商品を掲載いたします。
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通常の全国発送（30,000部）に加え、展示会場内にて来場者にボーナス配布いたします。

通常の全国発送部数

30,000部 33,500部
6月号発行部数※

※

※ 2024年2月現在、会期変更または中止となる場合がございます。
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申込締切日 原稿締切日

4 /11木 月

頃
以降
毎週予定6 頃1回目 2回目7 6 14

GW進行のため締切日厳守でお願いします
4 /15

展示会配布

部30,000

部3,500
+

配布方法 Control led Circulat ion

発行部数
※

広告対象

2,000部
1,500部

機械要素技術展 東京 
インターフェックス ジャパン

エレクトロニクス （電子機器トータルソリューション展）

発送対象 これまで「JPCA Show／ＪＩＳＳＯ ＰＲＯＴＥＣ」会場にて読者登録されたエンジニア、
および同特集において資料請求をされたエンジニアにも送付いたします。

片面・両面・多層プリント配線板、フレキシブルプリント配線板、ビルドアップ配線板、フレックスリジッド配線板、
セラミックス配線板、金属ベース（銅・アルミ等）プリント配線板、その他のプリント配線板など

リジッドサブストレート、ビルドアップサブストレート、テープサブストレート、COF/TAB、
セラミックスサブストレート、リードフレーム、ウェーハレベルパッケージ、二次元パッケージ（SiP）、
三次元パッケージ、シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、MEMSインターポーザ（再配線層付き）、
機能層インターポーザ、リジッド系能動部品内蔵電子回路基板、フレキシブル系能動部品内蔵電子回路基板、
リジッド系受動部品内蔵電子回路基板、フレキシブル系受動部品内蔵電子回路基板、
モジュール埋め込み型部品内蔵電子回路基板、IPD埋め込み型部品内蔵電子回路基板、
MEMS埋め込み型部品内蔵電子回路基板、LTCC、ベアダイ、WLCSP/WLP、BGA(CSP)、LGA、
QFN、チップ部品、複合チップ部品、IPD、各種モジュール、MEMSなど

プリント配線実装基板（プリント配線板と搭載部品から構成され、電気的相互接続を有するもの：
例えばAV・デジタル家電、モバイル、自動車、PC・周辺機器、家電・産業、電源機器用途向けマザーボード）、
モジュール実装基板（モジュール基板と搭載部品から構成され電気的相互接続を有するもの：
例えばAV・デジタル家電、モバイル、自動車、PC・周辺機器、家電・産業、電源機器用途向けモジュールボード/半導体パッケージ）、
挿入部品実装基板、チップ部品実装基板、ICパッケージ実装基板、ワイヤボンディング実装基板、
TAB・COF実装基板、フリップチップ実装基板、その他の電子回路実装基板、メモリ・ストレージデバイス、
汎用ロジックIC、トランジスタ、ダイオード、光半導体、センサ・撮像素子、高周波デバイス、
マイクロコンピュータ、ASIC、専用IC（TV/AV用、通信機器用、車載用、周辺機器用等）、
汎用リニアIC（電源用IC、モータドライバ、LEDドライバ、トランジスタアレイ、オペアンプ/コンパレータ、
インテリジェントパワーデバイス(IPD)等）など

プリント配線板技術

半導体パッケージング・
部品内蔵技術

機器・半導体
受託生産システム

※
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